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Agenda

• Costruire un semiconduttore: ciclo produttivo e materie prime

• Scenario del mercato

• Vulnerabilità e recenti accadimenti

• L’innovazione e la progettazione: il paradosso Lego sull’integrazione e specializzazione

• Autosufficienza: risorse economiche, temporali ed umane

• Proteggersi dalla situazione congiunturale



Costruire un semiconduttore: ciclo produttivo e materie prime













Le materie prime 
per costruire i 
semiconduttori



La metrica del livello tecnologico
dei semiconduttori:

i nanometri



La dinamica 
evolutiva: 

l’integrazione





Scenario del mercato



Digital transformation as a relentless journey



Monthly Billings Detail by Region
April 2019 was the most recent trough in Worldwide billings, peaking in November 2019. December 

2019 through February 2020 were all down M/M. Since March 2020, the Worldwide billings have 
seen some volatility, January 2021 results up M/M.

Source: Semiconductor Industry Association (SIA) - 3 month rolling average billings
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Tipologia di componenti:
geometrie e mercati applicativi







OEM ODM - EMS



Modelli di business





Regionalizzazione della value chain







Produttori e investitori















2020 
Rank

2019
Rank Company 2020

Revenue

2020 
Market 

Share (%)

2019 
Revenue

2019-2020 
Growth (%)

1 1 Apple 53,616 11.9 43,239 24.0
2 2 Samsung Electronics 36,416 8.1 30,247 20.4
3 3 Huawei 19,086 4.2 24,933 -23.5
4 4 Lenovo 18,555 4.1 16,773 10.6
5 5 Dell Technologies 16,581 3.7 15,584 6.4
6 6 BBK Electronics 13,393 3.0 11,653 14.9
7 7 HP Inc. 10,992 2.4 10,729 2.4
8 8 Xiaomi 8,790 2.0 6,974 26.0
9 9 Hon Hai Precision Industry 5,730 1.3 5,816 -1.5

10 10 Hewlett Packard Enterprise 5,570 1.2 5,561 0.2
Others 261,109 58.0 247,640 5.4
Total 449,838 100.0 419,148 7.3

OEM - ODM - EMS 



Vulnerabilità e recenti accadimenti



 Demand Debounce after downturn

 Relentless Pervasivity

 Raw Material Price Increase

 Earthquakes, Tsunami, Fires

 Inclement Weather

 Transportation Disruption

 Trade Wars and Strategic Investments

The Perfect Storm



L’innovazione e la progettazione: 
il paradosso Lego sull’integrazione e specializzazione











Autosufficienza: risorse economiche, temporali ed umane







Proteggersi della situazione congiunturale



Ingegneria dei componenti

• Nel mercato industriale poche aziende hanno volumi rilevanti a livello del singolo part number

• La maggior parte delle produzioni sono «high mix, low volume»

• I criteri di selezione dei componenti hanno effetti sul TCO sul medio e lungo termine 

(obsolescenza e disponibilità)

• Rinnovare le tecnologie mature con quelle equivalenti più recenti

• Selezionare prodotti industriali a larga diffusione e multipurpose rispetto a prodotti consumer 

estremamente ottimizzati

• Priorità a package standard rispetto a quelli consumer

• Ottimizzare i volumi per contenere i costi 



Ottimizzazione della Supply Chain

• La partership con il proprio fornitore è strategica 

• Estendere il proprio portafoglio ordini per allocare capacità produttiva

• Condividere il rischio: strumenti di gestione del backlog

• Modularizzare il proprio prodotto per ridurre l’impatto della supply chain

• Ridondare i progetti per crearsi delle alternative anche su prodotti proprietari

• Supersets, diebanks, packages

• La situazione potrebbe peggiorare prima di migliorare
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